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ンピーダンス共振器 (SIR)型を対象にした。これらの中で、非対称 3 導体結合線路共振器の検討におい
て共振周波数がほとんど変化せずこの両側に実現する減衰極が下位減衰極に較べ上位減衰極の周波
数変化を大きくできる共振器を得た。また、3 導体結合線路共振器の特性については式による計算だけ
でなく、6 端子回路の端子接続を組合せ 1118 通りの回路を全てシミュレータで計算し、これらの共振特
性について確認した。 
検討した 3 導体結合線路共振器は大半が広帯域の通過特性を有する。超広帯域の無線通信システム




クサについての検討ではこれら二つの BPF に LC 共振回路の整合回路を付加した。LTCC 基板は電磁
干渉を抑制したパターン化を図った上、外形サイズを 5mm 角以内に納めた。 
その結果、BPF に関しては減衰極によるスカート特性が良好な UWB ローバンド、ハイバンド BPF の特性
を得た。ダイプレクサに関しては BPF の特性を維持しバンド間の相互干渉が少ない UWB 用小型ダイプ
レクサを得た。 
 
